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BGA

-Bolitas o Columnas de Esta�o Eut�ctico -
-de 16 a 2400 contactos-

BALL GRID ARRAY
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BGA

-Bolitas o Columnas de Esta�o Eut�ctico -
-de 16 a 2400 contactos-
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Variantes de BGA

Plastic BGA -388- Super BGA -596- Tab BGA -736-

BGA -Met�lico -

MACTOOLS S.A.� SergioGuberman� sergiog@mac-tools.com.ar

BGA � Cer�mico - BGA � Cer�mico - BGA -Met�lico -
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Tipos de Array

Ball Grid Array (BGA)
C�psula Pl�stica                                   ( PBGA)

C�psula Cer�mica                                ( CBGA)

C�psula Cer�mica con Columnas        ( CCGA)

C�psula Met�lica                        ( MBGA/SBGA)

Chip Scale Package o Micro BGA (CSP)

Micro Lead Frame (MLF)

Flip Chip (FP)
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BGA T�pico
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Caracter�sticas de un BGA
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CSP (Chip Scale Package)

Tama�o Global: ninguno mas largo que 1.2 X el tama�o del  die
dentro del componente  //   Variante del uBGA

Caracter�sticas de un CSP

HTML
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Un nuevo desaf�o al momento de remover o instalar un componente

HTML
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Micro conductor, es una familia de circuitos

integrados QFN.

Est� disponible en 3 versiones que son  MLPQ,

MLPM y MLPD

Tambien considerados en algunos casos como

familia de los CSP.

Caracter�sticas de un MLF
MLF (Micro Lead Frame) o MLP o QFN
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Un nuevo desaf�o al momento de remover o instalar un componente
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-Die, Cristal de silicio desnudo con hilos de soldadura a sus costados.-

-Conexion directa al sustrato

Caracter�sticas de un FLIP CHIP

Varian su tama�o desde
0.8 a 20 mm cuadrados

El diametro de las bolitas
varian entre .1 y .4 mm

El pitch entre bolitas varian
entre .25 y .8 mm
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Se pueden lograr chips tan peque�os que su reparaci�n en algunos casos puede

resultar imposible

Varian su tama�o desde
0.8 a 20 mm cuadrados

El diametro de las bolitas
varian entre .1 y .4 mm

El pitch entre bolitas varian
entre .25 y .8 mm
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Comparaci�n R�pida

BGA CSP-FC

Tama�o del chip: superior a4cm2 entre0,8y4cm2
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Paso entre bolitas: 0.3mm a1,5mm entre0,25y
0,8mm

Di�metro de las bolitas: 0,5mm a 1,05mm entre 0,1 y
0,4mm
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Indice del proceso para remover o instalar un
BGA

Remover el
componente

Limpiar el
lugar

Colocar el
componente

Reflow/Aplic.
de calor Inspeccion
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Remover un BGA mediante m�todo

Conductivo � ej: equipo PACE-MBT 250-
Virtualmente todos los BGA/CSP pueden ser

retrabajados usando sistemas de m�todos

conductivos para transferir la temperatura.-

Algunos dispositivos para este tipo de remoci�n

estan disponibles ayudado por una bomba de

Vac�o que a trav�s de una goma (sopapa) una vez

alcanzada la temperatura necesaria, hara de -

vacuum pick-up- y levantar� el componente.-

Este metodo de ninguna manera es apto para

instalar un BGA.
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Remover un BGA mediante m�todos
Convectivo y Radiaci�n

----Equipos Profesionales----

IR3000 � Infra Rojo �
*******************

TF-1700/2700 -Aire Caliente-
================

-Equipo de bajo costo pero alta prestacion-

RE-7500 / 8500 -Infra Rojo-
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Pasos B�sicos para Remover un BGA

m�todo convectivo, aire caliente
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1
Area de Preparaci�n y limpieza

Precalentamiento superior

Posicionamiento

2

Alineaci�n de la boquilla

por encima del

componente

3
Reflujo con proceso de Salida

Administre calor hasta que toda la

soldadura se haya fundido

4

Levante el componente

Permita su enfriamiento




